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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour
les dispositifs optoélectroniques

AVANT-PROPOS

arés par des
5, expriment

bs nationaux
sure ol les
ot la régle

ctroniques
ctroniques

st issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote
47(BC)1090 47(BC)1136
47(BC)1153 47(BC)1225

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

FOREWORD

1) The fqrmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared b h ical
which| all the National Committees having a special interest therein are represented,express,
ible, an international consensus of opinion on the subjects dealt'wj

i on
s nearly as

2) They jhave the form of recommendations for international 3 oy Jare epted by the National

3) In order to promote international unificatio C axppe S i at all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendationfor : 3 will
permit. Any divergence between the |IEC recommendatien and the cerresponding national rules should, as
far as|possible, be clearly indicated in the latte :

This sja c . hriical Committee 47: Semicondugtor

Devices.

This pu the

IEC Qu

The tex
Six Months' Rule Reports on Voting
47(C0O)1090 47(C0O)1136
A7(CO)11583 A7(COY1225

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de Ia CEl sont citées dans la présente norme:

Publications n®S 68-2-14 (1984):

191-1 (1966):

191-2 (1966):

747-1 (1983):

Essais d'environnement — Deuxidme partie: Essais — Essai N: Variations
de température.

Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — Premisre
partie: Préparation des dessins des dispositifs & semiconducteurs.

Deuxiéme partie: Dimensions {en cours de révision).

Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiére partie:
Généralités.

747-2 (1983):

747-3 (1985):

747-5 (1991):
749 (1984):

QC 001002 (1986):

b91).

mmutation)

matiques.

des compo-
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-14 (1984): Environmental testing - Part 2: Tests — Test N: Change of temperature.

191-1 (1968):

191-2 (1968):

747-1 (1983):

Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 1:
paration of drawings of semiconductor devices.

Part 2: Dimensions (under revision).

Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1: General.

747-2 (1983):

747-3 (1985):

747-5 (1991):
749 (1984):

QC 001002 (1988):

Part 2: Rectifier diodes. Amendment No. 1 (1991).

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes
Amendment No. 1 (1991).

Part 5: Optoelectronic devices.
Semiconductor devices — Mechanics

em for elecf

Pre-

ronic
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour
les dispositifs optoélectroniques

1 Domaine d’application

Cette spécification intermédiaire s’applique aux dispositifs suivants:

— photoémetteurs:
afficheurs optoélectroniques;
diodes électroluminescentes (LED);
diodes émettrices en infrarouge (IRED);
diodes laser.

- Dispositifs photosensibles & semiconducteurs:
photodiodes;
phototransistors;
photothyristors.

- Dispositifs d’affichage a s¢
— Photocoupleurs, optocouple

2| Généralités

Cette spécification doit & i ent avec la spécification générique a laquelle
elle se réfefe; e 8 X détails sur les procédures d’assurance de la qualité, les
e igences es-séquences de sélection, les exigences de prélgvements,
lgs essais et : € 3" pour tous les dispositifs optoélectroniqueg a semi-
cpnducteurs

écification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

2|2¢, Valeurs recommandées de températures (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI, article 5.

2.3 Valeurs recommandées de tensions et de courants (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEl, chapitre VI, article 6.

2.4 Identification des bornes

L'identification des bornes doit étre celle qui est indiquée dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

1 Scope

- spmiconductor photoemitters:
toelectronic displays;
light-emitting diodes (LED);
infrared-emitting diodes (IRED);
laser diodes.

— Semiconductor photosensitive devices:

otodiodes;
ototransistors;
otothyristors.
- Semiconductor imaging devices.

-~ Hhotocouplers, optocouplers.

2 Gerneral
This sp p 0 the generic specification to which it refers;
it giveg details ity 8 ent procedures, the inspection requirements,

screeni i irements, test and measurement procedures required

2.2 RFcommended values of temperatures (preferred values)

for

See IEC 747-1, chapter VI, clause 5.

2.3 Recommended values of voltages and currents (preferred values)

See IEC 747-1, chapter VI, clause 6.

2.4 Terminal identification

The terminal identification shall be as given in the detail specification.
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3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication et sous-traitance
L’étape initiale de fabrication est 'une des suivantes:

— pour les dispositifs semiconducteurs monocristallins
«Le premier processus par lequel le matériau semiconducteur monocristallin n’est
plus entiérement de type P ou de type N»;

— pour les dispositifs semiconducteurs polycristallins
«Le dépdt d’'une couche polycristalline sur un substrat».

3.2 Modéles associables

LeL critére fondamental pour le groupement de types de co 2 es asso-
ciables est que la différence entre les divers types n’ait aucune résultats
de I'essai pour lequel le groupement a été effectué.

Dans le cadre de la présente spécification, lgg
unp fabricant, essentiellement selon la méme
prpcédés et méthodes. lIs ne différent entre
cgnduisent généralement a les classer $e
megtriques et radiométriques.

zriuits par
atériaux,

ation qui

cd vent étre

an

L’

Lgs co 2 ntque par
ur] tior' des limites des caractéristiques électriques et optiques doivent
ét lots de types conformément a ces différentes limites de| caracté-

D¢ tels composants doivent, de préférence, figurer dans la méme spécification p3articuliére
mI', fo-tout iere—tes-détait P ati titisée-doivent-étre! indiqués

dans le rapport d’essai d’homologation.

3.2.1.1  Caractéristiques électriques et optiques ayant des limites différentes

Pour les essais particuliers ou des limites différentes de caractéristiques électriques et
optiques s’appliquent a chaque sous-lot, on préléve, dans chaque sous-lot, un échantilion
de taille appropriée au nombre des composants constituant le sous-iot.
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3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture and subcontracting
The primary stage of manufacture is one of the following:

- for monocrystalline semiconductor devices
"The first process that changes the monocristalline semiconductor material from
being wholly P-type or N-type";

— for polycrystalline semiconductor devices
"The deposition of a polycristalline layer onto a substrate”.

3.2 Structurally similar devices

The crugial criterion for the grouping of types of devices as structura ilaKi the
differerlees between the various types have no influence on(the resulls for
which the group has been formed.

sduced by pne

For the| purpose of this specification, structurally sip S
the >same matell"iEls,

manufagturer, essentially according to the same
processes and methods. They only differ becau
resultin < i
metric

lly
io-

conform bed

below.

The apy

device design, manufactured on the same production fine
based on electrical and optical characteristic limits s.['nall
ac-

mponents shouid preferably be included in the same detail specification but in

any
test

3.2.1.1  Different electrical and optical characteristic limits

For those particular tests where different electrical and optical characteristic limits apply
for the sub-lots, each sub-lot shall be sampled with a sample size appropriate to the
number of components in each sub-lot.
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Des exemples de tels essais sont:

- la sélection des dispositifs photosensibles en sous-lots différant par les valeurs de
sensibilité;

— la sélection des photocoupleurs en sous-lots différant par les limites du rapport de
transfert entrée-sortie;

- la sélection des dispositifs électroluminescents en sous-lots différant par les valeurs
d’'intensité lumineuse ou énergétique.

3.2.1.2  Caraciéristiques électriques et optiques avant des limites identiques

Tthues et les mémes conditions d’essai s’appliquent a tous lg

Hour les essais particuliers ou les mémes limites de caractéristiques éleciﬁques ou
» rifie le lot

al en prélevant:

— soit un échantilion unique, de taille appropriée al’effec , comprenant

— soit un échantillon unique, de taille approp gt , pris gu hasard
dans le lot total.

2.2 Association au titre des essais clima B et/ou C
pe fonda-

. e stituantes

i entiques et ont été soumis a up méme p de finiti uvent étre

—

-

a I'effectif

gsistance a la chaleur de soudage;
d) ~robu des sorties;
e), corrosion (par exemple: essai continu de chaleur humide;

f) variations de température et essai cyclique de chaleur humide (ou étanchéité);
g) vibrations;

h) accélération (constante);

i) chocs.

NOTES

1 L'expression «lignes de fabrication identiques» signifie qu'elles ont un équipement équivalent des
dessins ou spécifications de contrdle de fabrication identiques, qu'elles utilisent des pidces constituantes
ot des matériaux identiques, qu'elles sont situées dans un méme lieu et qu’elles sont susceptibles de
produire des dispositifs identiques.

2 De tols dispositifs sont, par exemple, ceux qui sont fabriqués sur des lignes identiques et montés dans
des boitiers réalisés a partir de pidces constituantes identiques.
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Examples of such particular tests are:
- the selection of photosensitive devices into various sub-lots with different photo-
sensitivities;

— the selection of photocouplers into various sub-lots with different output to input
transfer ratio;

- the selection of light emitting devices into various sub-lots with different luminous or
radiant intensity.

3.2.1.2 Identical electrical and optical characteristic limits

For thoge particular tests where the same electrical or optical characteri it and [test
conditigns apply for all the sub-lots, then the total lot shall be assesse r

-~ g single sample, of a size appropriate to that for the toc |l or
proportionate quantities of all the sub-lots, or
- g single sample, of a size appropriate to that for the ¢ at, taken atrandom from

the total lot.

3.2.2

Compo ame, method, fave the same basic type
of inter Y identical’piece parts and have been
subject ; nay be considered as structurally
similar, ize appropriate to that of the total| lot,
may be Mch & ponents.
NOTE i iece ‘ : 9 piece parts have been manufactured or procured| and
accey 0 n

3.2.2.1

The tej\
a) vi

b) di
c)

sistance to soldering heat;
d) rpbustnes minations;

e) gorrosion (for example damp heat, steady-state);

f) change of temperature and damp heat, cyclic (or sealing);
g) vibration;

h) acceleration (steady-state);

i) shock.

NOTES

1 "ldentical production lines” means lines that have equivalent equipment, have identical process control
drawings or specifications, use identical piece parts and materials, are located in the same geographical
site and are capable of producing identical devices.

2 Examples of such devices are those made on identical production lines and encapsulated in cases
made with identical piece parts.
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3.2.2.2 Dispositifs provenant de lignes de fabrication différentes
Les essais auxquels peut s’appliquer I'association ci-dessus sont limités a:

a) examen visuel;

b) dimensions;

c) soudabilité, résistance & la chaleur de soudage;

d) robustesse des sorties;

e) corrosion (par exemple essai continu de chaleur humide).

2.3 Association au titre des essais d’endurance

auf indication contraire dans la spécification particuliére, is dendurance

Is que

-

— endurance électrique et
~ chaleur séche,

les composants de méme conception, fabriqués surla méme ligne, et ne différant que
i > optiques,
fimites de
caractéristiques électriques (et optig p sous-lots
peuvent étre utilisés pour les i aux para-

graphes 3.2.3.1 ou 3.2.3.2.

ivent étre

chaque type d'essai d’endurance en préleyant dans
antillon unique, de taille appropriée a I'effectif du lot total,

g tous les

lot ayant soit la valeur Ilmlte la plus élevée, sost les hmltes des caracténsthues
électriques ou optiques les plus séveres, et que ce lot ait été contr6lé pendant cette
période en prenant un échantillon de taille appropriée.

3.2.3.2 Essais spécifiés uniquement dans le Groupe C (périodiques)

Pour chaque type d'essai périodique d’endurance, on peut vérifier le lot total en prélevant
un échantillon unique de taille spécifiée dans la spécification particuliére, de préférence
dans le sous-lot comprenant le plus grand nombre de dispositifs, mais en assurant égale-
ment une rotation convenable des autres types sur une période plus longue.
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3.2.2.2 Devices made on different production lines
The tests to which the above grouping may apply are limited to:

a) visual inspection;

b) dimensions;

¢) solderability and resistance to soldering heat;

d) robustness of terminations;

e) corrosion (for example damp heat, steady-state).

3.23 rouping for endurance tests

Unless ptherwise specified in the detail specification, for endurance tés

- ectrical endurance and
— dry heat,

me production Jine
3 yaracteristic limits,
shalll be divided into sub-lots of type accordu ifferaqt electrical and optjcal

characteristic limits. Devices fro be used for electrical
enddrance tests in accordance with

SucH| devices should preferably be inciuded in e detail specification, but in gny
case| the details of the grouping hall’be declared in the qualification approval test

repoft.

components having the same device design, manyfactured

3.2.3.1
The totr asse gach type of endurance test by taking a single sample,
of a siz :  lot, from any sub-lot provided that

ity of

electncal or optvcal characteristlc hmnts, within the total |ot and that Iot has been
offered for inspection during that period using the appropriate sample size.

3.2.3.2  Tests only specified in Group C (periodic)

For each type of periodic endurance test, the total lot may be assessed by taking a single
sample of the size specified in the detail specification, preferably from the sub-lot contain-
ing the greatest number of devices, but also assuring adequate rotation of other types
over a longer period.
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3.3 Exigences de contréle pour I'homologation

747-12© CEl

La méthode b) du paragraphe 11.3.1 des Régles de Procédure de la Publication QC 001002
de la CEIl doit étre normalement utilisée, avec des exigences de prélévements conformes
a celles données dans les tableaux V et Vi de la présente spécification.

L’utilisation de la méthode a) du paragraphe 11.3.1 de la Publication QC 001002 de la CEI
est cependant autorisée, pourvu que les exigences de prélévements soient spécifiées
dans la spécification particuliére cadre correspondante.

3.4 Contréle de la conformité de la qualité

3l4.1 Division en groupes et sous-groupes
Lp division en groupes et sous-groupes doit étre effectuée t auy tableaux
spivants.
TABLEAU |
Groupe A - Cont Jes lotpa
Sous-groupe Contrdle ou es 1 sécau&géjkﬁk Détails et conglitions
A1 Examen visuel extern pheNd.2.1.1
(\ de spécifigation générique
A2a Inopé ) V A spécifier
A2b, A3, A4 Caractéristiques 6l tﬂ es | Voir la partie correspondante | A spécifier conformément
et optiqu de la Publication 747-5 aux méthodes applicables
de la CEl
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3.3 Inspection requirements for qualification approval

Method b) of Rules of Procedures, subclause 11.3.1 of IEC Publication QC 001002 shall
normally be used with the sampling requirements in accordance with those stated in
tables V and VI of this specification.

it is however permitied to use method a) of IEC Publication QC 001002, sub-clause
11.3.1, provided the sampling requirements to be used are specified in the relevant blank
detail specification.

3.4 Quality conformance inspection

3.4.1 | Division into groups and sub-groups

The division into groups and sub-groups shall be in accordance wit following tabigs.

TABLE |

Group A - Lot by J6t

N2
Sub-group Examination or test \é p%&tié J Details and conditiong
A1l External visual examination %chlau 3. 1of the
generic s| jcatiol

A2a Inoperative N\ \5 \\> To be specified

3 3 v T .
A2b, AB, A4 Electrica| and\eptic See'relovant part of To be specified in accord

ctexistics EC Publication 747-5 ance with the applicable

methods
VA NDNDN
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TABLEAU I

— Contrébles lot par lot

747-12 © CE!

(dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

Sous-groupe Contrdle ou essai Publication de ia CEI Détails et conditions
B1 Dimensions — Conformément au dessin
(interchangeabilité) donné dans la spécification
particulidre (voir également
B)
B2a Caractéristiques électriques | Voir la partie correspondant A spécitier, slilky allieu
et optiques (paramétres de
conception)
—q
B2b Autres caractéristiques Voir la publicatiop.corkes- M spécifi 'il y a|lieu; par
électriques et optiques pondante exeigple mesureg & haute
J\ mpérature
B2c Vérification des valeurs limites | Voir la publication cotxgs- /} spécifier, s'il y allieu
électriques et optiques p@e /\
A N\
B3 — \ Non applicable
B4 Soudabilité (A %sév\u, p;r. 2.1 A spécifier
[ N
N
B5a 749, ch. B, art. 1 A spécifier, selon [fencapsu-
lation
49, ch. i, art. 4
749, ch. lll, art. 7
B5b 68-2-14, art. 2, Essai Nb A spécifier (détection des
défaillances intermittentes)
B6 — Non applicable
“\ — Non applicable
B8 ﬁdurance électrique Voir la publication corres- 168 h, méthode a $pécifier
N pondante
9 — — Non applicable
Sous-groupe Rapports certifiés de lots —_ Informations par attributs
RCLA acceptés, s'il y a lieu comme spécifié dans la spé-

cification particuliére cadre

NOTE - Applicable uniquement aux dispositifs avec fibre amorce pour lesquels le systdme de couplage
optique est en contact direct avec la surface de la pidce ou les broches d’interconnexion.
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TABLE Il

Group B - Lot by lot
{in the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

Sub-group Examination or test IEC publication Details and conditions
Bt Dimensions — In accordance with the
(interchangeability) drawing given in the detail

specification (ses also

appendi)?/g)\

,hk\

B2a Electrical and optical charac- | See relevant publication
teristics (design parameters)

B2b Other electrical and optical See relevant publication pro-
characteristics s

Mified, where

appropriate

B2¢ Verification of electrical and | See relevant publicati
limiting values

N
B3 — _ \ \ \ / Not applicable
/1
B4 Solderability 749, ch. 11, sub¥l. 2. To be specified

B5a

To be specified, depending
on encapsulation

., cI 7

49,

B5b an peratur Peg-z-u, cl. 2, Test Nb To be specified (detection jof
s{%.{ intermittent failures)
B6 \\ — Not applicable
N__
B7 Q\K > —_ Not applicable

B8 Electrical endurance See relevant publication 168 h, method to be specified
B9 — — Not applicable
Sub-group Certified records of released | — Attributes information as
CRRL lots, where appropriate specified in the blank detail
specification

NOTE - Applicable only to pigtail devices where optical coupling material is in direct contact with the die
surface or interconnecting leads.
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TABLEAU il

Contréles périodiques

747-12 © CEI

Sous-groupe

Contrdle ou essai

Publication de la CEl

Détails et con

ditions

Ct Dimensions —_ Conformément au dessin
donné dans la spécification
particuliére (voir également
annexe B)

et optiques (paramétres de pondante
conception)

C2b Autres caractéristiques Voir la publication corres- i x{:;\(rmple

électriques et optiques pondante <\ émes de

C2¢ Vérification des valeurs limites | Voir la publica n%&

électriques et optiques pondan}e/\

C2d Résistance thermique A I'étude A spécifier

jonction-boitier (\ /\
N N\

C3 Robustesse des sorti 49, ch, iI)art, 1 A spécifier: par expmple trac-
tion ou torsion (vpir note)

C4 Résistance a la chale\&le Q 74@. 22 A spécifier

soud?gh
RN
C5 Variation ra}i’hes e teo! \é>\ 749, ¢h. lll, art. 1 A spécifier, selon ['encapsu-
tul ies de; lation
Q i i e chale 749, ch. 111, art. 4
i 749, ch. lll, art. 7
N
Cé aniques o 749, ch. I, art. 4 A spécifier, selon llencapsula-
749, ch. ll, art. 3 tion (si la spécificEtion parti-
(\ nstante 749, ch. ll, art. 5 culidre-cadre le dpmande)
\ Essai tontinu de chaleur 749,ch. ill,ant. 5 A spécifier, selon 'encapsu-
mide ou lation
ssai’cyclique de chaleur 749, ch. lll, art. 4
umide
C8 Endurance électrique ou essai| Voir la publication corres- 1 000 h, conditiong
equivaient en contrainte pondante a spécifier
accélérée

Cco Stockage a haute température| 749, ch. lil, art. 2 1 000 h, & la température
maximale de stockage

C10 — — Non applicable

C11 Permanence du marquage 749, ch. IV, art. 2 A spécifier

Sous-groupe
RCLA

Rapports certifiés de lots
acceptés, s'il y a lieu

Informations par attributs
comme spécifié dans la spé-

cification particuli

&re cadre

NOTE - Non applicable aux dispositifs microminiatures.
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TABLE Il

Group C - Periodic

Sub-group Examination or test IEC publication Details and conditions
C1 Dimensions — In accordance with the
drawing given in the detail
specification (see also
appendix B)
C2a — 1 Soorafovantpublicatiom
teristics (design parameters)
A\ (\
C2b Other electrical and optical See relevant publication be\spegified: Wle.
characteristics maasurements at tempefra-
\!v\im S
C2c Verification of electrical and See relevant publicati &) ocifi
optical limiting values
c2d Thermal resistance, junction- | Under consio@ \ To pecified
to-case J(\ / E \>
S WV
c3 Robustness of terminations 7495¢h\ll, cl. To be specified: for exanIple,
k tensile or torque (see nofe)
C4 Resistance to soldering heat To be specified

S
Qs

C5 To be specified, dependirg
on encapsulation
Ce 749,ch. |l cl. 4 To be specified, depending on
749,ch. I, cl. 3 encapsulation (if required by
749, ch.il,ch. 5 the blank detail specification)
c7 749, ch. lll, cl. To be specified, depending
on encapsulation
749, ch. I, cl. 4
cs Electrical endurance or See relevant publication 1 000 h, conditions to be
equivalent accelerated specified
stress testing
Co Storage at high temperature | 749, ch. llI, ¢l. 2 1 000 h, at maximum storage
temperature
c10 — —_ Not applicable
C11 Permanence of marking 749, ch. IV, cl. 2 To be specified
Sub-group Certified records of released | — Attributes information as
CRRL lots, where appropriate specified in the blank detail

specification

NOTE - Not applicable to microminiature devices.
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3.5 Essais du Groupe D

747-12© CEI

Ces essais doivent étre effectués uniquement pour ’homologation. S’il y a lieu, ils doivent

étre prescrits dans la spécification particuliére.

3.6 Sélection

Lorsque la sélection est spécifiée dans la spécification particuliére ou dans la commande,
elle doit étre effectuée sur tous les dispositifs du lot de production, conformément au

tableau V.
Lastle D pifectue o Aene VA s D DlesSues G Lorsque
lal sélection est effectuée aprés que les exigences des Groupes £ lot) et du
Groupe C (périodiques) ont été satisfaites, on doit répéter Jé sdudabilité,
d’étanchéité et ceux du Groupe A.
La spécification particuliére peut demander des essais s la $élection.
Les séquences de sélection doivent étre conformes
% Séquence
Etapes Contfdle ou ogsai ublicati o la CEl Détails de sélectipn
N\ . Blci|p]E

TR

N
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3.5 Group D tests

These tests shall be performed for qualification approval only. Where required, they shall

be prescribed in the detail specification.

3.6 Screening

When screening is specified in the detail specification or the order, it shall be applied to all

devices in the production lot in accordance with table IV.

Screenj Y - S
performed after meeting the requirements of

repeated.

Additional post-screening tests may be required as specified in

Groups A and B on a(lot b
and Grpup C on a periodic basis, the solderability, sealing and Gro :

Stgps Examination gr te

Screening
sequence

A B C D E
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3.7 Exigences de prélévements

TABLEAU V

Exigences de prélévements pour les essais du Groupe A*

NQT (note 3) NQA (note 1)
Sous-groupe Catégorie | | Catégorie Il | Catégorie I
Catégorie | | Catégorie Il { Catégorie lll
NP NQA NP NQA NP NQA
A1 5 5 5 I 0,65 fo,\%\ I 0,65
h2a (notes 2, 4) \
3 sorties ou plus 1,0 1,0 1,0 ] 15 I 0, \}Y 0,15
2 sorties 0,7 0,7 0,7 I 0,

XI ,10 i 0,10

A2b (notes 2, 4) Q \

3 sorties ou plus 5 5 '\l\ 04 § 0,65 i 0,4
il 4 1

N

2 sorties 3 3 0,4 i 0,25

h3 7 7 7 s@ 1) s4 | 1,0 s4 | 1,0
2,5

£ S3 S8 2,5 X 2,5

e 2.6 de la spécification générique.

NOTES

1 Les valeurs dg A s"appliquent’s | de dispositifs défectueux dans chaque sous-groupe.

itdre d'acceptation maximal de 4.

3/100 % que le nombre de dispositifs défectueux dans un lot ést inférieur
some par prélévement pour les paramétres électriques et optiques de ce sous-
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3.7 Sampling requirements

TABLE V

Sampling requirements for Group A tests™

LTPD (note 3) AQL (note 1)

Sub-group Category | Category i Category i
Category | | Category Il | Category 1li

IL AQL IL AQL IL AQL

A1 5 5 5 i 0,65 5 i 065
A2a (nqtes 2, 4) g\
3 termjnals or more| 1,0 1,0 1,0 It 0,15 s \/0’,1 5
2 ternjinals 0,7 0,7 0,7 ] 0,10 oxio il 040

4
%

A2b (ngtes 2, 4)
3 ten:lnals or more 5 5 3 i
2 ternfinals 3 3 2 6\ 47l n | ops
A3 7 7 7 7 1
A4 20 20 \& 2,5
* For|categories of assessed quality, see su clau\GQO specification.

NOTHES
1 The AQL values apply to

1,0 S4 1.0

2,5 S3 25

evices in each sub-group.

od to use AQL for sub-group A2 only.

asting that the number of defective devices in a lot is less than 0,1 %, no
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TABLEAU VI

Exigences de prélévements pour les essais des Groupes B et C
pour lesquels on doit utitiser un NQT”

NQT (note)
Catégorie I
Sous-groupe
Catégories | et Il Séquence de sélection

A B c D E
B1 15 15 15 15 ’\(5\ 15
ci 30 30 30 30 3
B2a, B2b, B2¢, C2a 15 15 15 5 15 15
C2b 15 15 15 1 1
C2c 15 15 15 155 V5 5
cad 20 20 %x& 20\ [ 20
B3 cs 15 \5\ 5 5 15
B4 c4 15 15 7 15 \s\/ 15 15
BSa,BSb  C5 0 0 @ >zo 20 20
B6 ce 20 20 \z:) 20 20 20

5 7
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TABLE VI

Sampling requirements for Groups B and C tests,
in which LTPD shall be used”

Sub-group

LTPD (note)

Categories | and {}

Category I

Screening sequence

* For

NOTH

A B c D E
B1 15 15 15 15 15 /Ts\
c1 30 30 30 30 3
B2a, B2b, B2¢, C2a 15 15 15 15 < %
C2b 15 15 15 1 5 15
C2c 15 15 15 1<5’\\ 15
cad 20 20 20 <\20\ >o
B3 c3 15 15 /5\\\ 1 15
B4 c4 15 5 \\ 5 15
B5a,B5b  C5 20 0 s\{bzo > 20 20
B6 2 2 20
B7 20
B8 10
B9 10

categories of assegse

- Lot Tol Pep
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4 Méthodes d’essal et de mesure

Les méthodes indiquées ci-dessous, avec référence a des documents ou des publications
de la CEI, doivent étre utilisées lorsque la spécification particuliére s’y réfere, et selon ses
prescriptions (voir paragraphe 4.3 de la spécification générique).

4.1 Diodes électroluminescentes, diodes émettrices en infrarouge, mesures générales

Méthode CEI (ou décrite

fé i
Rétérence Symbole Titre dans les documents cités)
] Intensité lumineuse
L-001 M
Ie Intensité énergétique
A P Longueur d’onde d'émission maximalg et
L-003
AN largeur de spectre de rayonne
{ 0% Angle d’ouverture & mi-inténsité
L-00.
004 A0 angle de désalignemen

G >CEI 747-5, ch. IV, par. 1.5

L-005 ton, toff
L-006 VF CEl 747-3, ch. IV, sect. in, art. 2
L-007 I CEl 747-3, ch. IV, sect. bn, art. 1
L-008 CEl 747-3, ch. IV, sect. bn, art. 3

RS
1-009 CEl 747-5, ch. IV, par. 1.3

Re
L-010 x ourant direct CEl 747-5, ch. IV, par. 1|3
P

<&N\ N Fréquence de coupure CEl 747-5, ch. IV, par. 1.6
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4 Test and measurement procedures

The methods listed below, with reference to the relevant IEC documents or publications,
shall be used when required by the detail specification and as prescribed in the latter
document (see subclause 4.3 of the generic specification).

4.1 Light emitting diodes, infrared emitting diodes, general measurements
Reference Symbol Title IEC method (or as described in
the referenced documents)

’v Luminous intensity
L-001 . . .

Ie Radiant intensity

A Peak-emission wavelength and
L-003 P

AM spectral radiation bandwidth

0%z Half-intensity angle and
L-004 A0 - ~ IV, subcl. 1.11

misalignment angle
L-005 ton' roff Switching times {EC/747-5, ch. IV, subcl. 1.5
L-006 VF Forward voltagg IEC 747-3, ch. IV, sect. one, cl. R
L-007 IEC 747-3, ch. IV, sect. one, cl. |1
L-008 IEC 747-3, ch. IV, sect. one, cl. 3
L-009 IEC 747-5, ch. IV, subcl. 1.
{ ‘;QQ disnt flux (Power) 5, ch. IV, subcl. 1.3

L-010 ayd current IEC 747-5, ch. IV, subcl. 1.3
L-011 <\ fo >ut-off frequency IEC 747-5, ch. IV, subcl. 1.6
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4.2 Photocoupleurs
Référence Symbole Titre Méthode CEI (ou déc.nte
dans les documents cités)
C-001 VCEO( sus) Tension de maintien collecteur-émetteur A Vétude
C-002 V(BR)ECO Tension de claquage émetteur-collecteur A I'étude
C-003 Vv Tension de claquage collecteur-base
(BR)CBO R CE742-7oh—Unnart. 10
C-004 V(BR)EBO Tension de claquage émetteur-base
C-005 VCE( sat) Tension de saturation collecteur-émetteur 3.6
Tension d’isolement continue ou de
C-006 3.4
Vio pointe répétitive (essai)
ou
ViorM
C-007 VIOSM ATétude
C-008 lceo CEIl 747-7, ch. IV, Un,|art. 3
C-009 lepo CEl 747-7, ch. IV, Un,|art. 2
C-010 hF( A CEIl 747-5, ch. IV, par] 3.1
C-011 h CEl 747-7, ch. IV, Deux, art. 7
c-012 > R:s‘ ota!'let: d’isolement entre I'entrée et CEI 747-5, ch. IV, par|3.3
c-013 ité entrée-sortie CEl 747-5, ch. IV, par] 3.2
C-01 Lot >Temps de commutation CElI 747-5, ch. IV, par]3.7
15 Décharge partislie CEl 747-5, ch. IV, par (3.5
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4.2 Photocouplers
Reference Symbol Title IEC method (or as described in

the referenced documents)

C-001 VCEO(sus) Collector-emitter sustaining voltage Under consideration

C-002 V(BR)ECO Emitter-collector breakdown voltage Under consideration

C-003 V(BR)CBO Collector-base breakdown voltage

C-004 V(BR)EBO Emitter-base breakdown voltage

C-005 VCE( sat) Collector-emitter saturation voltage

c-006 v Continuous or repetitive peak isolation

10 voltage (test)
o %
ViorM

C-007 VIOSM Surge isolation voltage (te: der consideration

C-008 IEC 747-7, ch. IV, One, cl. 3

C-009 IEC 747-7, ch. IV, One, cl. 2

c-010 IEC 747-5, ch. IV, subcl. 3.1

C-011 IEC 747-7, ch. IV, Two, ¢l. 7

C-012 IEC 747-5, ch. IV, subcl. 3.3

C-013 IEC 747-5, ch. IV, subcl. 3.2

C-014 ton’ SwitcHing times IEC 747-5, ch. IV, subcl. 3.7

C-0 5< \/>Partial discharge IEC 747-5, ch. IV, subcl. 3.5
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